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X7056-11 3D-AXI || 3D-AXI/3D-AOI

Inline-Rontgen und
optische Inspektion fur die
High-End-Elektronikfertigung

4 \ ( Gewinner_des
P. & productronica

.1 innovation award 2017

NEW PRODUCT INTRODUCTION AWARD
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Schichtbild eines Leiter-

plattenausschnitts mit BGA

3D-AO0I-Ansicht in der
AOI-/AXI-Kombipriifung

3D-Inspektion leistungsstark und flexi

Extrem schnelles Handling,
erstklassige Prufqualitat

Ausfiihrung als 3D-AXI-System oder
3D-AXI/3D-A0I-Kombination

Rontgeninspektion mit
Auflosung bis zu 6 pm

Leistungsstarke 3D-AOI-Sensorik

Handling mit xFastFlow
in bis zu 4 Sekunden

Einfache, intuitive Bedienung
mit vVision oder EasyPro

Hochwertige 3D-AXI-Volumen-
berechnung mit planarer CT

Schnellere Priifprogrammerstellung
dank optimaler 3D-Analyse

Flexible Konfiguration mit
verschiedenen FPD-Grof3en

Fernwartung, Hotline und Vor-Ort-Service,
kompetent und weltweit

In sicherheitsrelevanten Bereichen der Elektronikfertigung wie Automotive
oder Aerospace besteht héufig die Anforderung, Baugruppen nicht nur in
Stichproben, sondern in vollem Umfang zu priifen. Bei verdeckten Létver-
bindungen ist dafiir Inline-Réntgen die ideale Lésung. Einen weiteren Trend
gibt die Consumer-Electronics-Produktion vor: Die immer dichtere und oft
doppelseitige Bestlickung erfordert Ghnlich wie bei der automatischen opti-
schen Priifung einen breiten Einsatz der 3D-Inspektion. Im Réntgenbereich
wird daftir erfolgreich die planare Computertomografie genutzt.



Zukunftsweisende Rontgentechnologie
und modernste XM-Sensorik
in einem System

Das Inline-Rontgensystem X7056-I zeichnet sich vor allem durch hohen Durchsatz
und eine erstklassige 3D-Bildqualitadt aus. Zu seinen Hardware-Komponenten ge-
horen u. a. in unterschiedlichen GroRBen erhaltliche leistungsstarke Flachbild-
detektoren (FPD). Man kann zwischen verschiedenen FPD-Konfigurationen
wahlen, z. B. mit xy-Tisch fir flexible 3D-Aufnahmepositionen. Die Auflésung
reicht von 6 bis 30 pm/Pixel. Das revolutiondre Handlingkonzept
xFastFlow senkt die Zeit fiir den automatischen Wechsel der Leiterplatte
auf bis zu 4 Sekunden. Priiftiefe und Durchsatz lassen sich je nach An-
forderung optimal anpassen. Zudem besteht die Moglichkeit, 2D- und
3D-Inspektionen auf einer Baugruppe kombiniert einzusetzen.

Die 3D-Riickrechnung der X7056-1I beruht auf der planaren CT.
Bei komplexen Uberdeckungen, wie sie bei beidseitig bestiickten
Leiterplatten fast ausnahmslos auftreten, kdnnen mithilfe der her-

ausragenden dreidimensionalen Inspektionsmaoglichkeiten des
Systems alle wesentlichen Merkmale auch bei Abschattung durch
Bauteile oder bei Multilayer-Boards in klaren Schnittbildern
deutlich sichtbar gemacht werden. So lassen sich effektiv
Pseudofehler vermeiden und die Prifprogrammerstellung wird
vereinfacht.

Mit der X7056-II gelingt die zuverlassige Fehlerfindung u. a.

bei Lufteinschliissen (Voids), Briicken und HiPs (Head in Pil-

low). Fir die Systembedienung stehen die Viscom-Bedienober-

flachen vVision und EasyPro zur Auswahl. Eine sehr effektive
Vernetzung und Prozessoptimierung ist lGber den Viscom
Quality Uplink madglich. Die statistische Prozesskontrolle lasst
sich ideal mit der Viscom SPC realisieren.

Die X7056-Il ist zu einer kombinierten Losung mit zuséatzlicher
3D-AOI erweiterbar. So kann fiir unterschiedliche Prifaufgaben ein
einziges System eingesetzt werden, das praktisch alle typischen Fehler-
arten abdeckt. Neben mehr frei verfligbarer Produktionsflache kommt
der Vorteil einer einheitlichen Bedienung hinzu. Die Anteile von 3D-AXI
und 3D-AO0I lassen sich je nach Anforderung individuell festlegen. Fir die
Ausstattung der X7056-II mit einer optischen Komponente stehen dieselben
technischen High-End-Optionen bereit, wie sie schon bei reinen 3D-AOI-Sys-
temen von Viscom wie der S3088 ultra weltweit erfolgreich eingesetzt werden.

Gegeniiberstellung 2D-Rontgen - 3D-Rontgen:

2D-Bild eines BGA: 3D-Bild eines BGA:
Strukturen von der Riickseite Schichtbild ohne stérende
sind im Bild vorhanden Strukturen
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Technische Daten

X7056-11

Sensorik
Rontgenrdhre Geschlossene Rontgenréhre
Hochspannung 60 - 130 kV
Réhrenstrom 50 - 300 A
Detektor Flachbilddetektor (FPD), 14-Bit-Grauwerttiefe
Auflésung 6 - 30 um/Pixel (konfigurationsabhéngig)
Rontgenkabine Ausgelegt gemal Anforderungen an Vollschutzgerate nach Strahlen-

schutzgesetz (StrISchG) und Strahlenschutzverordnung (StrISchV).
Leckstrahlungsrate < 1 pSv/h
Detektor-Konfiguration 1 FPD auf xy-Tisch, 5 FPD fix (weitere auf Anfrage)

XM-Sensorik
BildfeldgroR3e 40 mm x 40 mm
Auflésung Bis zu 8 um
Anzahl der Megapixelkameras Bis zu 9

3D-A0I
3D-Hbéhen-Messbereich Bis zu 30 mm
Z-Auflésung 0,5 um

Anzahl der Megapixelkameras 4 (8, optional)

XMplus-Sensorik (optional)

Bedienoberflache Viscom vVision/EasyPro

Statistische Prozesskontrolle  Viscom vSPC/SPC, offene Schnittstelle (optional)
Verifikationsplatz Viscom vVerify/HARAN

Remote-Diagnose Viscom SRC (optional)

Programmierplatz Viscom PST34 (optional)

Betriebssystem Windows®

Prozessor Intel® Core™ i7

Leiterplattenhandling

LeiterplattengréBe 450 mm x 350 mm (L x B)
Ubergabehohe 850 - 980 mm + 20 mm
Breitenverstellung Automatisch beim Riisten
LP-Klemmung Pneumatisch
LP-Auflagebreite 3 mm
Obere Durchfahrtshéhe Bis zu 50 mm
Untere Durchfahrtshohe 50 mm
Priifgeschwindigkeit
AOI Bis zu 65 cm?/s
AXI Je nach Anwendungsfall, Handlingzeit > 4 s (mit xFastFlow)
Sonstige Systemdaten
Verfahr-/Positioniereinheit Synchron-Linearmotoren
Schnittstellen SMEMA, SV70, kundenspezifisch
Anschlusswerte 400V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A,
4 - 6 bar Arbeitsdruck
SystemmalRe 1493 mm x 1631 mm x 2251 mm (B x Hx T);
Breite mit xFastFlow: 1933 mm
Linienintegrationsmaf3 +25 mm
Gewicht 2245 kg
Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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Angaben in mm

Ihr Vertriebspartner / Votre représentant:

s Hilpert electronics AG Tel: +4156 483 2525

Er t Tafernstrasse 29 Fax: +4156 483 25 20

Slectrenics 5405 Baden-Dattwil Mail: office@hilpert.ch
Schweiz / Suisse Web: www.hilpert.ch

#Viscom_SYS_X7056-1I_DE19010005

Technische Anderungen vorbehalten. Windows® und Intel® Core™ i7 sind eingetragene Warenzeichen.





